
Applications
LFPAK56-SINGLEは、低オン抵抗と高速スイッチングMOSFET向けに設計され
たミディアムパワーアプリケーションに最適なパッケージです（100A以上にも
対応可)。

 f モータードライバ
 f 電源回路
 f DC/DCコンバータ
 f 自動車向け製品全般（ボディ部品、セーフティ部品、各種照明等）

Reliability Qualification
Amkorのパッケージは実績のある信頼性の高い部材で製造されています。     
信頼性試験：

 f 前処理条件：JEDEC標準（HTSを除く）
 f 85°C/85% RH, 168 hours, IR reflow 260°C 3X
 f H3TRB : 85°C/85% RH, 1000 hours
 f uHAST : 130°C/85% RH, 96 hours
 f 温度サイクル：-55°C to 150°C, 1000 cycles
 f 高温保管（HTS）：150°C, 1000 hours

Test Services
AmkorはMOSFET、インテリジェントパワーデバイスなどの様々なパワーディ
スクリートのテストを含むフルターンキーソリューションを提供いたします。

 f パワーディスクリートテスト
 ▷ DC
 ▷ キャパシタンス *1
 ▷ Rg *1
 ▷ アバランシェ試験
 ▷ 熱抵抗

 f プログラムコンバージョン
 f 電気的不良解析
 f マーキング、外観検査、テープ&リール一体機 

*1 サンプリングテストのみ

LFPAK56-SINGLEは、JEDEC規格（MO-235）に準拠したミディアムパ
ワー向けディスクリートパッケージです。内部接続にクリップとリード
が一体化したCuビームリード構造を採用し、非常に優れた放熱性と低抵
抗化を実現しています。
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詳細についてはamkor.comにアクセスしていただくか、またはsales@amkor.com までメ
ールをお送りください。
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Standard Materials
 f フレーム：ベアCu
 f ダイアタッチ：Pbはんだ
 f インターコネクト：Cuビームリード
 f モールド樹脂：ハロゲンフリー

Shipping
 f テープ&リール

 ▷ 3000 pcs／リール
 ▷ テープ幅 12 mm
 ▷ リール Ф = 330 mm

 f バーコードラベル　
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https://www.instagram.com/amkortechnology/?hl=en

